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PATENTE TIE INTRODUCCION
por 10 afios
por "PROCEDIMIENTO PARA IA FABRICACION DE LAMINADOS PLASTICOS
CON DEPOSTTO METALICO DESTINADOS A LA CONSTRUGCION DE CIRCUITOS
IMPRESOS", a favor de Ds Guido GUIDI, de naclonalidad italiena,
domiciliado en Milém, Via Tadino, 1.
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MENORTA DESCRIPTIVA

Actuslmente en el mercado mundigl, todas las indus-
trias del sector electrénico emplean en casi todos sus apera=-
tog, circultos prefabricados o impresos, que permiten eliminar
completamente log errores del montaje con hilos y cgbles ¥y
permitenvreducir considerablemente los gastos de produccidn.

Hagta el momento, el tipo de circulto impreso emplea-
do en las comstrucciones electrénicas y elédctricas en genersl,
viene congistiendo en ung place de material asislante, en cuys
superficie se coloca un cirouito eldotrico segln el disefio pre-
establecido. |

En teles placas vienen previstas diverses perforacio-
nes para la colocacién de los diversos componentes eléctricos,
cuyos terminales 0 cabezas, quedan soldados luego a la vez, Ie=
diante un befio especial desoldsr e base ds estafio liquido, o
de inmersiéne

El sistema de fabricecidn més emplismente difundido,

coneiste en le preparacién de une place laminade de materdiszl
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eislante, a cuya superficie viene sdélidamente adherido, con

—2-

pegamentos o colas especiales, una finfsima 1ldmina de cobre,
obtenida mediante el depdsito elsctrolitico del metal sobre
un tambor rotatorio de acero inoxidable, o bien a travéds del
usual gigtema de laminacidn,

Despuds de ello, se procede con mdquinas adecuadas al
%roquelado y & la perforac¢idén referidas, que son necesarias pa-
re la ulterior colocacién de los elementos de acuerdo con el
disefio 0 esquema elegido, La placa as{ preparada viene sujeta
a la acoidn de productos quimicos adecuados que disuelven las
partes de cobre excedente, de forma que sobre la ldmina no que-
de mds que el circuito electrénico preestablecido.

A continuacidén se completa la perforacidén mecdnioca de
la placa, de modo que pusda montarse en ella los diversos compo-
nentes electrdénicos del circuito, despuéds de lo cusl la placa
queda ya lista para el soldaje por estafio.

En resumen, como e3 f£ell de colegir, el empleo de
circuitos impresos en el sector electrdnico constituye el sim-
bolo de una téonica moderna, perfectamente adecuada & una pro-
duceidn industrial en gran escala.

En resumen, tal como se ha dicho, la placa con el cir-
cuito electrénico impreso, queda constituida por un soporte ais-
lante, obtenido mediante le impregnacidén con resinas adecuadas,
de cierto ndmero de hojas simples, que despuds vienen prensa-
das por calor para obiener un laminado pldstico que refina bue-
nas caracteristicas mecdnicas y eldetricas.

A tal objeto, pueden emplearse resinoides fendlicos,
melamf{nicos, epoxidicos, polidsterses, fluorocarbénicos y otros
menos frecuentes en la prédctica, unidos a soportes de cartén,
vidrio, nylon u otras clages; escogidndose en cada caso 108 ma-

teriales de acuerdo con aquel particuler empleo para el que 3
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proyecte aquel circuito impreso.

Inego, sobre una o ambas caras del laminado pldstico
congeguido, una vez perforado tal como antes se ha descrito, se
coloca la laminilla de cobre electrolitico o laminado, (los es-
pesores standard son los comprendidos entre 3/100 y 8/100 segin
la intensidad de la corriente), mediente una hoja de begamento
egpecial, Bgte complejo se coloca en una prensa de 5,000 tone-
ladas, donde por el efecto combinado del calor y de la presidn
se obtiens una buena adhesidn entre la ldmina de cobre y su
soporte bage, y una cierta polimerizacidn del resinoide,

Este es en sintesis el proceso convencional usual
que viene utilizéndose pera la febricacién de eircultos impre-
sos. En cambio, el prineipio immovador propio de la presente
invencidén, se basa en un gistema de produceidn indusirial come
pletamente nuevo, que representa una brillante solucién para
este problems que actualmente alcanza una importancia mundial.

Con el procedimienio objeto de esta Patente, para
realizar los circuitos impresos debe de segulrse una tdenica
conpletanente nueva,

En una primera fase se consiruye un molde para termo-
indurentes que reproduzca exatamente la forma de la placa 0 80~
porte aislante que se estime necesario pars la construccidén del
circuito propiamente dicho.

En la parte superior del molde-depdsito se montan una
serie de punzones en numero y forme neceserios para las exigen-
clas mecdnicas y eldctricas del circuito que quiera realizarse.

Con teles punzones durante la fase de estampacidn que~
dan realizados todos los orificios,que pueden tener la forma y
el tamafio que se deses, necesarios para que puedan inserirse
los componentes eléctricos y mecdnicos, En 1o que se refiere

a la construccidén meocdnieca de 1a estampacidén, dsta en sf no
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se distingue de lasg téonicas normeles de realizacidén de estem-
raciones para materias pldsticas; excepcidn hecha de la parte
inferior de la placa que deberd ser objeto de wna elaboracidn
especiael. '

De hecho la superficie de tal placa, debe de ser
serigrafiade de conformidad con el circulto eléctrico a reali-
zar, y despuds debe ser sometida a un befio deido para limpiar-
le do un espesor de metal comprendido entre las 4/200 y las
10/100 de milimetro, de modo que el disefio del cirouito eldc-
trico quede en relieve sobre lo estampado, A esta parte del
molde, se fija despuds por medio de tusrcss & presidén una od-
mara de compresidn, constitufda por un recipiente en cuyo in-
terior, antes de cerrarlo se introduce la resina termoinduren-
te. En lo que se refiere a log otros detalles mecénicos para
la realizacidn del estampado, no se precisen trabajos ni pro-
cesos espociales, sino que tales procesos, como el atague qui-
nico antes referido, entran dentro de los normeles detalles
de sjecucidn.

La estampacidn podrd ser tanto del tipo a compresién
como del tipo & inyeccidén; y los pansles podrdn fabricarse
con resinasg termoindurentes o termopldsticas, si bien como es
14gico, en este Wltimo caso, deberd de utilizarse un prensado
8 inyeccidn. En cuanto se refiere a la industrializacién del
proceso de febricacidn, al objeto de reducir los tiempos de
trabajo, serd conveniente realizar un prensado miltiple, que
en cada caso serd objeto de un estudio especiel en relacidn
con le potencia y dimensiones de la prensz empleada para o8-
tampar, Se podrdn utilizar resinas termoindurentes de tipo
fenélico, ureico, meleminico,alquidico,(bien sean puras o
cargadas), dando preferencie a estas dos Yltimas clases, por

cuanto sus caracteristicas sléctricas y mecdnicas las hacen
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preferibles & oftra clase de tipos que solo conviene utilizar
en aquellos casos especiales, en loa que deba darse preferen~
cia 2 las exigencias comerciales de los artfculos sobre las
eldotrices, las presiones necesarias pars el prensado, depen=-
derdn del tipo de resina que se utilice, y oseilardn entre
los 150 y los 400 kilos por centimetro cuadrado; la tempera-
tura de polimerizacidn suele ser la de 150 grados centfigra-
dos por término medio; aunque tales oifras vienen dadas natu-
ralmente & ti{tulo de mera referencia, ddndose por supuesto que
las variaciones de estas oifras no constituyen alteraciones del
prineipio funcional inmmovador de la presente invenocidn,

Al quedar terminada la operacidn de prensado, la
placa gueda con el circuito eldectrico ya grabado por efesto
de su especial preparacién y con todas las perforaciones ne-
cesariag ya efectuadas, queda a punto para los tratamientos
sucesivos.

A continuacién, la lémins viene sometida por wma o
dos de sus ocaras, segin sea el caso, 2 un chorreado, efectudn-
dose este tratamiento, mediante el lanzamiento pormedio de
eire a fuerte presidn de un chorro de arena finf{sima que pro-
duce sobre el pldstico una rugosidad uniforme, necesaria para
que pueda cuajar la operacidén de depdsito del metal que conse
tituye el circuito eldetrico propiamente dicho. Este depdsito
metdlico se efectis por medio de wna pistole espscial compues-
ta de un depdsito para el metal fundido (cobre, plata, zine,
eluminio u otro metal cualguiera) y un pulverizador, que en
gintesis estd formado por un tubo Venturi, que por medio de
un conducto de admisidn aspire el metel fundido contenido en
el depdsito. En el Venturi se inyecta aire a alte presién, con
lo que en el orificio de salida se obtiene un finfsimo chorro

de metal fundido que se ve depositendo sobre la place congti-
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tutive del circuito impreso que debe de reslizarse. A base de

veriar el tiempo de pulverizacién se oblienen depdsitos del

espesor que sge qulers, Puede verisrse asimismo la natursleza
del depdaito metdlico, e incluso sobre el mismo soporte se
5. ©pueden depositar diversos metales, bien sea con el dicho méto-
do de pulverizacién, bien mediente bafios galvdnicos, sin que
dichas veriaciones hagen verier el principio fundamentsl inno-
vador contenido en la presente invencién.
A continuacién, despuds de haber preparsdo la placa,

10, 9ue ya ha sido perforada durante la fase de estampacidén y re-
cublerta por la ldmins metdlica, se paserd a trabajer en el cir-
culto propiamente dicho; para hacer lo cual, bastard con hacer
paser la placa bajo una rectificadora preparada especielmente
pare este olase de trabajo y luego mediante una muela esmeril

15, pulir todo el metal dejdéndolo reducido a une superficie lisa.
De este forme quedard tan sdlo en la placa aquel metal que se
hubiese depositado en las cavidades obtenidas durante el pren=-
sedo, con lo que quederé formade automgticemente un eircuito
eldctrico en un todo idéntico al proyectado en la prensa por

20, el procedimiento serigrdfico. Naturalmente, el eircuito podria
ser revelado por el sisgtems convencional, o sea mediante la
serigrafie y le fotograbacidn; en todo ceso, el circuito queda-
rd en el mismo nivel del soporte, de modo que la ldmins se pre-
senterd como un plano perfectamente alisado,

25, Finalmente, la pleoce vendrd recubilerta mediante un
tratamiento serigrdfico, en todos aguellos puntos del circuito
en que no sea necesaria la soldedura,

En ceso de particulares exigencles téenicas, se podrd
reelizar la placa sin graber en el molde el diselio del circulto

30, eldetrico y proceder & su revslado conforme & los métodos con-

vencionsgles,



5¢

10,

15.

20.

25.

30.

R

-7 -

En resumen, tal como se ha deécrito y con especial
referencie a la forma preferenciasl de actuacidén del procedi-
miento de fabricecidn objeto de este Patente.

NO®A,

Se reivindica ocomo objetc de esta Patente de intro-
duccidn:
1.~ Procedimiento para la fabricacidn de laminedos pldsticos
con depbsito metdlico destinedos & la construccidén de cirouitos
impresos, carascterizedo porque la place pera cireuitos impresos
que viene realizada tal como se ha detallado en la anterior
descripcidn, mediente estampacién o inyeccién por medio del
adecuado sistems prensa en cade cesc; durante tal fase de trae-
bajo, vienen realizadas todas las perforaciones y cualesquiera
perfiles geomdtricos que sean necesarios para el montaje de
los componentes electrdnicos y mecdnicos.
2.~- Procedimiento para la fabricacidén de laminados pldsticos
con depdsite metdlico destinados a la construceién de circui-
tos lmpresos, ceracterizado porque las perforaciones Quo pueden
obtenerse en la placa con el método de fabricacidn que es obje-
to de esta patente, pueden ser de cualquier forma, nimero y dis-
posicidn, sin que con esto varie el primcipio funcional inno-
vador especifico de la invencidn.
3.= Procedimiento pare la febricecién de laminados pldsticos
con depbsito metdlico destinados & la construccidén de oircuitos
impresos, ceracterizado porque las placas que se obtengan por
estampacidn, podrdn ser de cualquier forma y dimensién, no de-
pendiendo mds que de las exigencies del circuito impreso que
deba construirse,
4.~ Procedimiento para la fabricecién de laminados pldsticos
con depdsito metdlico destinados a la construccidén de cirouitos

impresos, ceracterizado porgue pare la realizacidn de las pla-
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cas para los circuitos impresos, se podrdn emplear indistinta-
nmente resinas termopldsticas y resines termoindurentes, con o
gin carga, dando preferencis a las resinas melaminicas, elquidi-
cag y ureices; también podrdn utilizarse resinas de impregnacidn
unidas a soportes orgdnicos e inorgdnicos, cuales resines ven-
drén colades en moldes & propdsito.
5.~ Procedimiento pare la fabricacién de leminados pldsticos
con depdsito metdlico destinados & la construccidn de circuitos
impresos, caracterizado porque la placa para el soporte del
circuito impreso serd comstruida, tal como claramente se ex-
prese en le descripeidn, mediante tratamientos quimicos y la-
boraciones mecdnicas; serd proyectada en cads caso de acuerdo
con el tipo del panel a reelizar y segin las especiales exigen-
cias téenicas que se manifiesten en la ejecucidn concreta.,
6.~ Procedimiento pare le fabricacidn de laminados pldsticos
con depdsito metdlico destinados a la construccidn de circui-
tos impresos, caracterizado porque el circuito impreso podrd
ger realizado incluso en superficiss que no sean planag, sin
que cambie por esta clase de trabajos el principio de la inven—
cidn.
7.- Procedimiento para la fabricacidn de laminados pldsticos
con depdesito metdlico destinados & la construccidn de circuitos
impresos, caracterizado porque en los cagos de especiales exi-
gencias tdonicas y comercizles se podrdn utilizar moldes para
resinas a colar, cargadag eventuslments con soportes de vidrio,
nylon, mlica, amianto o similares.
8,~ Procedimiento para la fabricacidn de laminados pldsticos
con depbsito metdlico destinados a la construceidén de circui-
tos impresos, caracterizado porque las placas estampadas cong—
titufdas por resinas termoindurentes y resinas termopldsticas,

vendrdn ‘grabados quimica o mecdnicamente siguiendo el desarro-
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1lo del circuito eldctrico, tal como se‘ha exprosado en la
descripeidn.
9.~ Procedimiento para la fabricacibén de laminedos pldsticos
con depdsito metdlico destinados & la construccidn de circuitos
impresos, caracterizado porque los depdsitos metdlicos se efec-
tuardn tal como queda aclarado en la enterior descripeidn,
despuds de un eventusl proceso de abrasién mecdnica, cuya na-
turaleza no es determinante a los fines de la invencidn, pero
que preferentemente podrd reelizarse mediante chorro de arena
y pulverizacidn de metal fundido. El depdsito podrd efectuarse
con cualquier clase de metal (preferiblemente, zine, cobre,
plata), pudiendo tener una o nds capas, constitufdes por diver-
sos metales depositados, bien sea con pulverizacidn, bien sea
con tratamientos galvédnicos.
10,- Procedimiento para la fabricacidén de laminados pldsticos
con depdaito metdlico destinados a 1la construceidn de ecircui-
tos impresos, caracterizado porque el revelado del cirecuito
impreso se realizard mediante la abrasién mecdnica adaptada
al objeto, o bilen con un sistema de pulidora combinada con la
abragién. Bl eircuito podrd ser revelado con sistema de la fo-
toincisidn o de la serigrafia, sin gue por ello cambie el prin-
cipio inmovador propio de esta invencién.
11l.- Procedimiento para la fabricacidén de laminados pldsticos
con depdsito metdlico destinados a la construceién de circui-
tos impresos, caracterizado porgue eventualmente podrd reali-
zargse el circuito impreso, incluso sin grabar el cirouito en
la estampa; de modo que en ests caso 8l terminar la placa no
quedard el circuito eneajado en el panel, sino que el circui-
to quedard oon relieve en relacidn el plano del soporte.
12,~ Procedimiento para la fabricacidn de laminados pldsticos

con depdsito metdlico destinados & la construceidn de ciroui-
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t0s impresos, caracterizado porgque el procedimiento de pmiveri=
zacidn se realizard con una pistola tal como se ha detallado
en la descripeidn que precede, formade por un ftubo Venturi,
conectado con wn tubo de agspiracidn para el metal fundido;
alimentado todo ello por un potente compresor de aire a alta
presgidn.
13.~ Procedimiento para la fabricacidén de laminados pldsticos
con depbsito metdlico destinados a 1la construccidn de circuitos
impresos, caracterizado porque el todo en gu conjunto tal como
se ha deserito y reivindicado con particular referencia a la
forma preferencial de actuacidn de la invencién y & los obje-
tog especificados en la descripcién y en lag reivindicaciones
de la presents patente.

Sean cumsles fueren las circunstanciss que concurran
en le esencialidad de la Patente definida en las anteriores
reivindicaciones, cuyo objeto es:
14,~ "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE LAMINADOS PLASTICOS
CON DEPOSITO METATICO DESTINADOS A TA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS
INPRESOS", | |

 Conata la presente memoria de diez hojas foliadas,
mecanografiadas por una sola cara .

Barcelona, 2 3 SeEp. 1965
P.A, de D, Guido GUIDI,

Je.
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